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A lot of fatigue cracks have been reported in welded joints between steel deck plates and vertical stiffeners 
of orthotropic steel deck under severe traffic condition. As countermeasures against these fatigue cracks, UIT 
(Ultrasonic Impact Treatment) which is one of the peening methods and applies to the weld toes as for small 
fatigue cracks existing along the weld toe, and Stop Hole method as for the fatigue cracks which extends to flat 
undersurface of deck plate were taken up. In this study, the effect of these methods has been made clear through 
fatigue tests and stress analyses on model specimens.  
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1.はじめに 
 鋼床版は，デッキプレートとその下面に縦横のリブを
配置した構造であり，舗装を介して輪荷重が直接載荷さ
れるため，デッキプレートの変形が原因となり，輪荷重
載荷位置近傍で多くの疲労き裂の発生が報告されている
[1]．その中でも，図 1に示す鋼床版デッキプレートと垂
直スティフナの上端溶接部の疲労き裂は発生数が特に多
い．このき裂の原因は，輪荷重の載荷により生じるデッ
キプレートの面外変形を垂直スティフナが拘束すること
で，スティフナ上端部に応力集中が生じるためと考えら
れる．このき裂が発生・進展して，デッキプレートを貫
通すると，床板の陥没に繋がる恐れもあるため，適切な
補修・補強が求められている． 
現在，デッキプレートと垂直スティフナの溶接部に発生
する疲労き裂に対する補修には，止端に留まるような小さ
いき裂に対してはグラインダー処理による切削が一般に
用いられている．しかし，この手法には，手間や技量，き
裂再発の可能性があるという問題がある．また，き裂がデ
ッキプレートに進展する程度まで成長している場合は，ス
トップホールによるき裂の進展防止対策が行われている．
しかし，鋼床版垂直スティフナ上端溶接部への補修として
のストップホールの効果が十分に明らかにされていると
は言えない． 
本研究では，鋼床版垂直スティフナ上端溶接部に生じ
た疲労き裂に対して，止端に留まるような小さいき裂に
ついては，溶接止端部をピンで打撃するピーニング法の 
 
ひとつである UIT 処理を施し，溶接部からデッキプレー
トに進展したき裂については，ストップホールを施工し，
それらの補修方法の効果を明らかにすることを目的とし
て，小型試験体の疲労試験と応力解析を行う． 
 
2.UIT処理の効果を検討する疲労試験 
（1）試験体 
試験体は，図 2に示すように，鋼床版のデッキプレート
と垂直スティフナの接合部を模擬したものである．疲労き
裂の起点となる溶接部は，1 体の試験体で 2つあるため L・
R と区別する．デッキプレートの板厚は 12mm，垂直ステ
ィフナの板厚は 10mm であり，供試鋼材は SM400A であ
る．デッキプレートと垂直スティフナの接合は被覆アーク
溶接，その他の接合は炭酸ガス半自動アーク溶接である． 
 試験体は 7体(No.1～7 試験体)である．疲労試験前に 7
体の試験体の廻し溶接部の溶接脚長と止端曲率半径を測
定した．測定は，一般工業用途向けシリコーンを用いて 
図 1 鋼床版垂直スティフナ上端溶接部の疲労き裂 
 
  
 
当該箇所である 2 箇所の廻し溶接部の型取りを行い，採
取した型の中心部を 1mm 程度の厚さで 4 枚にスライス
する．そして，それらの型を 10 倍，あるいは 20 倍の拡
大投影機を用いて測定した．各試験体の測定結果の平均
を表 1に示す．  
 
（2）試験方法 
疲労試験は，載荷能力 200kN の床板構造疲労試験機を
用い，ウェブ直下に鋼製丸棒を設置した状態で行った．図
2 に示すデッキプレート上面の中央 50mm×100mm の範囲
に荷重範囲を 30kN(2kN-32kN)，繰り返し速度を 5Hz とし
て疲労試験を行った． 
 No.1試験体は，溶接のままの状態でUIT処理を行った．
No.2～7 試験体は，疲労き裂を導入した後，UIT 処理を行
った．すなわち，溶接のままの状態で疲労試験を行うこと
により，各試験体 L,R いずれかのき裂深さが目標値に達し
たと判断した時点で疲労試験を中断し，UIT 処理を行った．
その後，UIT 処理による補修効果を調べるために疲労試験
を再開した． 
 導入するき裂深さは，No.2～4 試験体で 2mm，No.5～7
試験体で 4mm を目指した．疲労試験中は，目標のき裂が
導入されるように，図 3に示すように，溶接止端から 5mm
位置のひずみ範囲をモニタリングしながら試験を行った．
当研究室で行われた研究[2]により，同試験体において止端
5mm 位置のひずみ範囲減少率とき裂深さに相関があるこ
とが明らかとなっている．そこで，ひずみ範囲減少率を利
用して，目標の深さの疲労き裂の導入の目安とした． 
UIT 処理は，米国 UIT.L.L.C 社の UIT ESONIXⓇ27 UIS[3]
を使用し，打撃には直径 3mm のピンを用いた．装置とピ
ンを写真 1と写真 2に示す．写真 1の左側の箱が電源・制
御装置，右側の箱が冷却ユニット，中央の細長い棒状のも
のが UIT 処理装置本体である．写真 2に示すピンを 20kHz
以上の周波数で超音波振動させ，対象箇所を連続的かつ高
速に打撃する．UIT 処理の範囲は，デッキプレート側と垂
直スティフナ側の溶接止端部を対象に，廻し溶接部および 
 
 
廻し溶接部から 50mm の範囲を，溶接止端を示すラインが 
消える程度まで行った．UIT 処理前と後の溶接止端部の外
観を写真 3に示す．また，UIT 処理後の凹み深さと曲率半
径を図 4の定義に従い行った．測定方法は，溶接のままの
試験体と同様の手順で測定した．各試験体の測定結果の平
均を表 2に示す．凹み深さは 0.05mm～0.53mm，曲率半径
は平均で 2.1mm であり，デッキプレート側と垂直スティ
フナ側で明確な差は認められない． 
写真 1 UIT装置 
 
写真 2 ピン 
 
写真 3 UIT処理前後の溶接部(No.4試験体 L側) 
 
 
デッキ側 スティフナ側 デッキ側 スティフナ側
L 9.0 5.7 0.9 0.8
R 8.9 5.5 0.6 1.0
L 8.1 6.0 0.7 0.9
R 8.9 5.2 1.1 0.9
L 8.4 6.4 0.7 1.1
R 9.0 5.9 1.3 1.0
L 8.9 6.0 0.8 1.3
R 8.1 6.0 0.9 1.2
L 9.0 5.5 0.9 0.9
R 9.4 5.5 1.1 1.0
L 9.0 6.1 0.9 1.0
R 9.2 5.8 1.6 1.0
L 8.6 5.3 1.6 1.1
R 8.2 7.3 0.4 1.5
試験体
脚長(mm) 止端半径(mm)
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
表 1 試験体の溶接形状 
 
図 3 ひずみゲージ添付位置 
 
図 2 試験体の概要 
  
 
 
 
（3）試験結果 
a) 予き裂導入のための疲労試験結果 
 疲労試験結果を表 3に示す．No.2～4 試験体は，5.3～10
万回の荷重繰返しを与えることにより，1.6～2.6mm の深
さのき裂を生じさせ，No.5～7 試験体は，13.6～41.2 万回
の荷重繰返しを与えることにより，4.0～4.1mm の深さの
き裂を生じさせた． 
b) UIT処理した試験体の疲労試験結果 
 No.1 試験体は，溶接のままの状態で UIT 処理を行った
後，荷重繰返し数 1000 万回の疲労試験を行った．疲労試
験終了後に，磁粉探傷試験を行ったが，デッキプレート母
材や溶接ビード表面に疲労き裂は観察されなかった．また，
疲労試験中に計測したひずみ範囲もほとんど変化はなく，
き裂は発生しなかったと推定された．き裂の発生の有無を
より詳細に調べるために，試験体からデッキプレートと垂
直スティフナ溶接部を切り出し，溶接部の中央で切断し，
その断面を研磨，エッチングした．その後，断面を磁粉探
傷試験により観察した．写真 4 に断面マクロ写真を示す．
L側，R 側ともにデッキプレート側溶接止端部からき裂は
生じていない．しかし，ともにルート部先端から溶接ビー
ド表面に向かってき裂が進展している．デッキプレート側
溶接止端部の疲労強度が UIT 処理により向上したため，ル
ート部先端からき裂が発生・進展したと考えられる．また，
R 側では未溶着面からデッキプレートに向かうき裂も観
察される．さらに，ルートき裂の進展性状を調べるため，
試験体の疲労破面を暴露した．暴露した試験体の疲労破面
を写真 5 に示す．ルートからビード表面に向かうき裂は，
溶接ビード内を進展し，デッキプレートにまわり込んだた
めに断面観察では 2 つのき裂が観察されたと考えられる． 
 
図 4 凹み深さと曲率半径の定義 
 
表 2 UIT処理後の溶接止端部の凹み形状 
 
デッキ側 スティフナ側 デッキ側 スティフナ側
L 0.36 0.30 1.8 2.4
R 0.43 0.22 2.2 2.2
L 0.09 0.23 1.7 1.7
R 0.11 0.31 2.8 2.3
L 0.50 0.21 2.9 2.4
R 0.53 0.16 2.4 2.0
L 0.19 0.18 2.3 1.9
R 0.16 0.24 2.3 2.2
L 0.06 0.15 1.8 1.9
R 0.10 0.16 2.0 1.7
L 0.17 0.24 1.5 2.4
R 0.29 0.30 1.9 2.3
L 0.24 0.06 2.4 2.0
R 0.38 0.05 2.3 1.6
凹み深さ(mm) 曲率半径(mm)
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
試験体
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
(万回) (mm)
No.2
No.3
No.4
試験体
荷重繰返し数 推定き裂深さ
1.4
2.6
1.6
1.4
1.6
No.5
No.6
No.7
3.5
10
8
5.3
26
13.6
41.2
1.2
1.4
4.0
4.1
0.4
4.0
表 3 予き裂導入のための疲労試験結果 
 
デッキプレート スティフナ ルート部
側止端 側止端 先端
L 0.6 0.5 4.8
R 0.7 0.9 3.6
L 0.9 0.8 5.0
R 0.9 0.8 5.2
L 0.9 0.8 4.0
R 1.0 0.9 4.3
L 1.3 1.0 4.0
R 8.7 0.8 無
L 1.7 0.3 3.5
R 0.6 1.0 0.8
L 2.3 1.3 無
R 1.5 0.9 4.5
廻し溶接中央のき裂深さ(mm)
UIT処理後
No.6 1000
無
無
No.2 500
無
無
No.3 1000
無
無
下面への
(万回) き裂進展の有無
試験体 荷重繰返し数
デッキプレート
No.7 1000
無
無
No.4 530
無
無
No.5 1000
無
有
表 4 UIT処理後の疲労試験結果 
 
写真 4 断面マクロ写真(No.1試験体) 
 
写真 5 疲労破面 
(No.1試験体 R側) 
 
  
 
No.2～7 試験体は，予き裂を導入し，UIT 処理を行った
後，500～1000 万回の荷重繰返しを与えた．疲労試験終了
後，溶接のままの状態で UIT 処理を行った No.1 試験体と
同様に，デッキプレート下面からの磁粉探傷試験，断面観
察，破面観察を行った．疲労試験結果を表 4に示す．写真
6に磁粉探傷試験で観察したき裂を示す．デッキプレート
下面にき裂が進展したのは 5R のみであり，試験対象 12 箇
所中 11 箇所ではデッキプレート下面へのき裂の進展は認
められなかった． 
断面観察では，デッキプレート側溶接止端からのき裂の
進展を抑止できた 11箇所中 10箇所でルートき裂が生じて
いた．写真 7に断面マクロ写真を示す．ルートき裂の発生
原因は，デッキプレート側溶接止端からのき裂の進展が
UIT 処理により抑止されたため，ルート部先端からき裂が
発生・進展したと考えられる．なお，3R のみ，ルートと離
れた位置でデッキプレートに進展するき裂が観察された．
反対に，5 R では，デッキプレート側止端からのき裂が進
展したため，ルートき裂は発生しなかったと考えられる．
ルートき裂の進展性状を調べるため，試験体の疲労破面を
暴露した疲労破面を写真 8に示す．3 R の断面観察でルー
トと離れた位置でデッキプレートに進展するき裂が観察 
 
 
 
写真 7 断面マクロ写真 
 
写真 8 ルートき裂の疲労破面 
 
写真 9 デッキプレート側止端き裂の疲労破面 
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図 5 疲労試験中のひずみ範囲の変化 
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図 6 5Rと溶接のままの試験体のき裂進展の比較 
 
写真 6 磁粉探傷試験によるデッキプレート下面の観察 
 
  
されたのは，ルートき裂が進展し，溶接ビードを貫通する
とともに，デッキプレートに進展したためと考えられる．
その他 9 箇所に生じたルートき裂については溶接ビード
の貫通やデッキプレートへの進展は生じなかった． 
UIT 処理前に導入したき裂の推定深さが 4mm であった
6Lと 5Rのデッキプレート側止端き裂の疲労破面を写真 9
に示す．6L は UIT 処理後のき裂の進展はなかったと判断
される．しかし，5R は疲労破面からき裂は 8-9mm まで進
展していることがわかり，UIT 処理後の疲労試験でき裂が
進展したと考えられる．図 5 に UIT 処理後の疲労試験中
のひずみ範囲の変化を示す．き裂が停留した 6L のひずみ
範囲はほぼ一定であるが，進展した 5R はその減少の様子
から疲労試験再開後すぐにき裂が進展したと考えられる．
図 6 には，文献[2]に示されている溶接のままの試験体と
5R のき裂の進展曲線を示す．5R のき裂進展は，溶接のま
まの試験体よりも遅く，停留するき裂長さも短い．これら
の結果から，5R ではデッキプレート側止端き裂が進展し
たものの，その進展は UIT 処理により遅延していたとい
える． 
 
3. ルート部先端から発生・進展したき裂に関する
検討 
（1）解析対象・解析モデル 
 UIT 処理した試験体の疲労試験では，デッキプレート
側溶接止端のき裂が停留した 11 箇所のうち 10 箇所の試
験対象で，ルート部からき裂が発生・進展した．その原
因を調べるために，疲労試験を行った試験体を対象に応
力解析を行った．検討内容は，デッキプレート側止端き
裂の大きさ，および，溶け込み深さとルート部応力の関
係である．要素分割図を図 7 に示す．解析モデルは，試
験体の対称性を考慮して 1/4 モデルとし，溶接部近傍を
ソリッド要素で，その他をシェル要素でモデル化したハ
イブリッドモデルを用いて行った．シェル要素とソリッ
ド要素の結合は，シェル要素をソリッド要素に 1 要素貼
り付けることによって行った． 
溶接脚長は，試験体の計測結果を参考にし，デッキプレ
ート側で 9mm，スティフナ側で 6mm としている．ヤング
率は 2.0×105N/mm2，ポアソン比は 0.3 とした．また，ルー
ト部には半径 1mm の有効切欠きを設けており，その周辺
の要素寸法は 0.1mm とした． 
き裂のサイズは，深さ×長さをそれぞれ 4mm×24mm，
6mm×28.6mm，9mm×40mm，12mm×50mm（デッキ貫通）
の半楕円形とし，実際のき裂がデッキプレート板厚方向
に曲がりながら進展していることから，解析モデルにお
いてもき裂面は曲面とした．なお，破面は 2 重節点で模
擬し，破面の接触は考慮していない．荷重の載荷位置と
載荷範囲，そしてその大きさは疲労試験と同じ 30kN で
ある． 
 
 
（2）解析結果 
a) き裂深さとルート部応力の関係 
 30kN の荷重を載荷した際の溶接ルート部の最小主応
力の解析結果を図 8 に示す．き裂深さ 6mm まではルー
ト部の最小主応力はき裂深さによらずほぼ一定であるが，
深さ 9mm 以降になると，その大きさは急減している． 
 
図 7 要素分割図 
 
図 8 き裂深さとルート応力の関係 
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図 9 溶け込み深さとルート応力の関係 
 
  
 
UIT 処理した試験体の疲労試験でルート部からき裂が発 
生・進展したのは，UIT 処理によりデッキプレート側止
端き裂が停留したためで，ルート部先端の応力集中が高
いままとなったためと考えられる． 
b) 溶け込み深さとルート部応力の関係 
 ルート部先端の応力集中は，溶接の溶け込みが深くな
ると，小さくなることが知られている．30kN の荷重を載
荷した際の溶接ルート部の最小主応力の解析結果を図 9
に示す．溶け込みを 0mm から 3mm にすることでルート
部の最小主応力は大幅に低減されている．溶け込みを
3mm 以上とすると多少ではあるが応力は低減している． 
 
4.ストップホール施工の効果を検討する疲労試験 
（1）試験体 
試験体は，2 章で用いたものと同じであり，5体(No.8～
12 試験体)である．疲労試験前に 5 体の試験体の廻し溶接
部の形状と寸法を測定した．測定項目，方法は 2章と同じ
である．測定結果の平均を表 5に示す．  
 
 
（2）試験方法 
疲労試験は，載荷能力 100kN の油圧サーボ式材料試験
機を用い，ウェブ直下に鋼製丸棒を設置した状態で行った．
2 章と同じく，デッキプレート上面の中央 50mm×100mm
の範囲に荷重範囲を 30kN(0.3kN-30.3kN)，繰り返し速度を
5Hzとして疲労試験を行った．疲労試験中は，磁粉探傷試
験と溶接止端から 5mm 離れた位置でひずみ測定を行い，
き裂の発生・進展を監視した． 
疲労試験の手順は以下のとおりである．まず，試験体に
疲労き裂を発生させるために疲労試験を行う．その後，疲
労き裂の先端にストップホールを施工し，疲労試験を再開 
する． 
 
（3）試験結果 
a) 予き裂導入のための疲労試験結果 
疲労試験結果を表 6に示す．すなわち，50～360万回の
荷重繰返しを与えることにより，デッキプレート下面で長
さ 27～59mm の疲労き裂が生じた．疲労試験終了時の疲労
き裂を写真 10に示す． 
 その後，磁気応用穴あけ機(写真 11)を用いて，疲労き
裂の先端にストップホールを施工した．その後，円孔壁
面と円孔角部の仕上げを行った．角部の仕上げは面取り
の大きさが 2mm となることを目標として，筒形と傘形の
120 番のゴム砥石を使用した． 
b) ストップホール施工後の疲労試験結果 
 疲労試験結果を表 7に示す．8L を除く 9 箇所は，所定
の位置にストップホールを施工することでき裂先端を除
去することができたが，き裂長さ 27mm の 8L は，ストッ
プホール施工位置までき裂が進展していなかったため，写 
写真 12 所定のストップホール位置までき裂が 
進展しなかった試験対象 
 
(a) 本体 
 
(b) 刃物(φ22) 
 
写真 11 磁気応用穴あけ機 
 
写真 10 疲労き裂(No.12試験体 R側) 
 
デッキ側 スティフナ側 デッキ側 スティフナ側
L 10.8 7.9 2.8 3.3
R 10.4 7.5 0.9 1.9
L 9.6 7.5 1.2 1.2
R 10.0 7.2 1.4 1.4
L 8.8 6.6 1.3 1.3
R 9.0 6.3 1.3 1.3
L 8.3 5.8 1.6 1.4
R 8.9 6.0 1.3 1.1
L 8.9 6.3 1.3 1.3
R 9.1 6.3 1.3 1.4
No.11
No.12
試験体
脚長(mm) 止端半径(mm)
No.8
No.9
No.10
表 5 試験体の溶接形状 
 
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
No.8 200
27
49
試験体
荷重繰返し数 き裂長さ
(万回) (mm)
No.9 360
48
30
No.10 70
58
48
No.11 90
51
59
No.12 50
42
43
表 6 予き裂導入のための疲労試験結果 
 
  
 
真 12 に示すように，ストップホール間のデッキプレート
をソーカットした． 
ストップホール施工後，き裂直上と思われるデッキプレ
ート上面にひずみゲージを貼付し，荷重繰返しに伴うひず
み範囲の変化を調べた．その結果を図 10 に示す．ひずみ
範囲は，荷重繰返しとともに増加し，荷重繰返し数 20 万
回時で急激に減少している．これは，デッキプレート下面
からのき裂が貫通した，もしくは，上面からき裂が発生し
たためと考えられる．デッキプレート上面から見た，疲労
き裂を写真 13に示す．疲労破面を写真 14に示す．デッキ
プレート下面から生じたき裂がデッキプレートを貫通し
たのではなく，新たにデッキプレート上面からき裂が生じ，
下面からのき裂と合体している．このように，10箇所の試
験対象中 5 箇所で，ストップホール設置後，荷重繰返し数
20 万回以内でデッキプレートを疲労き裂が貫通した． 
ストップホール施工後，580～1207 万回の疲労試験を
行った．疲労試験終了後，ストップホール壁を磁粉探傷
法で観察したが，疲労き裂の再発はいずれの試験体にお
いても認められなかった．疲労試験終了後のストップホ
ール壁を写真 15に示す．このように，ストップホールに
は高い補修効果があると言える． 
 
5. ストップホールの施工がき裂の発生・進展に及
ぼす影響 
（1）解析対象・解析モデル 
ストップホールの施工は，デッキプレート下面からの 
 
き裂の進展，および，デッキプレート上面からのき裂の 
発生を早める可能性があると考えた．そのため，き裂深
さ 8mm，き裂長さ 44mm のデッキプレート未貫通き裂を
有する解析モデルをストップホール設置前と設置後につ
いて作成し，き裂深さ方向先端の応力拡大係数（K 値）
と，デッキプレート上面の橋軸直角方向応力を求めた．
要素分割図を図 11に示す．解析モデルは，試験体の対称
性を考慮して 1/4モデルとし，解析を行った．  
要素の大きさは，溶接止端近傍で 0.1mm，ストップホ
ール近傍で 0.25mm とした．き裂は，要素間を 0.05mm 開 
 
写真 13 疲労き裂(No.8試験体 R側) 
 
写真 14 疲労破面(No.8試験体 R側) 
 
疲労き裂の再発 
が予想される位置 
写真 15 ストップホール壁 
(No.10試験体 RW部) 
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図 10 ひずみ範囲の変化(No.8試験体 R側) 
 
図 11 要素分割図 
 
（a）解析モデル（1/4）全体図
（b）ストップホールのモデル化
（c）き裂のモデル化
き裂
き裂
ストップホール
孔壁のき裂再発
の有無
L 無
R 無
L 無
R 無
L 無
R 無
L 無
R 無
L 無
R 無
No.12 620
10
15
No.10 580
0～80
0～80
No.11 660
10
10
No.8 1207
施工時切断
20
No.9 945
き裂貫通せず
き裂貫通せず
試験体 荷重繰返し数
デッキプレート
き裂貫通の回数
(万回) (万回)
ストップホール施工後
表 7 ストップホール施工後の疲労試験結果 
 
  
けることにより模擬した．また，ヤング率は
2.0×105N/mm2，ポアソン比は 0.3 とし，荷重の載荷位置
と載荷範囲，そしてその大きさは疲労試験と同じ 30kNで
ある． 
 
（2）デッキプレート未貫通き裂に対するストップホール
施工前後の K値の変化 
ストップホール施工前後のき裂先端の K 値の解析結果
は，ストップホール施工前で 384N/mm3/2，施工後で
610N/mm3/2であった．したがって，ストップホールの施工
によりデッキプレート下面から生じた疲労き裂の進展が
早まるものと考えられる． 
 
（3）デッキプレート未貫通き裂に対するストップホール
施工前後のデッキ上面応力の変化 
ストップホール施工前後のデッキプレート上面の橋軸
直角方向応力の解析結果は，ストップホール施工前で
554N/mm2，施工後で 728N/mm2であった．したがって，
ストップホールの施工によりデッキプレート上面からの
疲労き裂の発生が早まるものと考えられる．(2)の結果と
合わせると，ストップホールの施工はデッキプレート下
面から生じた疲労き裂の進展，および，デッキプレート
上面からのき裂の発生を早めると考えられる． 
 
6. まとめ 
 本研究で得られた主な結果は以下の通りである． 
(1) 溶接のままで UIT 処理を行うことで，止端き裂の発
生を防止できた．ルートき裂が発生・進展したが，
その進展は十分に遅く，疲労耐久性は大幅に上昇し
た． 
(2) 溶接止端に留まる深さ 2mm 程度の疲労き裂に対し
て，UIT 処理を行うことで，き裂の進展を抑止した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
しかし，深さ 4mm 程度の疲労き裂で UIT 処理が不十
分な場合，き裂が進展する可能性がある．UIT 処理に
よる凹み深さの管理をすることにより，このような
き裂に対してもその進展を停止できる． 
(3) 溶接止端のき裂が深くなることでルート部先端の応力
が減少する．UIT 処理を行った試験体では，止端き裂
が停留したことでルート部先端の応力が高いままと
なり，ルート部先端からき裂が発生・進展した． 
(4) 溶接止端からデッキプレートに進展した疲労き裂に対
して，ストップホール法が高い補修効果を有するこ
とを明らかにした． 
(5) デッキプレート未貫通き裂に対してストップホールを
施工すると，デッキプレート下面から生じた疲労き
裂の進展，および，上面からのき裂の発生が早ま
る． 
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